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半导体行业景气度有望回升，测试设备国产化持续推进 

——半导体测试设备行业研究系列一 

 
证券研究报告/行业研究 

投资要点 

➢ 测试设备贯穿制程始终，行业景气度有望恢复 

半导体测试设备主要包括测试机、探针台和分选机。测试机用于检测芯片功

能和性能，探针台与分选机实现被测晶圆/芯片与测试机功能模块的连接。在

半导体晶圆制造和封装测试中都需使用到测试设备。根据SEMI数据，2023年

全球测试设备市场约为63.2亿美元，约占半导体设备价值量的6.3%。在测试

设备中测试机、分选机和探针台的价值分成约为63%、17%和15%。受2023

年半导体行业景气度影响，2023年全球半导体设备销售额预计下滑6%至

1009亿美元，测试设备市场受影响较大。展望2024年，行业景气度回升趋势

下，测试设备市场有望得到恢复。 

➢ 国内封测产能加快扩充，国产测试设备迎来机遇 

国内大力推动成熟制程产能扩产，提高国产芯片比例。根据TrendForce在

2023年12月的预测，2023-2027年中国大陆的成熟制程产能在全球的占比将

由31%增长至39%。中国大陆的封装产业约占全球封装产业产值的38%，为

测试设备国产化提供广阔空间。为匹配上游晶圆产能扩张及先进封装等技术

的驱动，长电科技、通富微电和华天科技等封测厂商均有较大规模扩产计划，

带来大量设备采购需求，国产测试设备厂商有望迎来发展机遇。 

➢ 测试设备进口垄断情况严重，国产替代逐步推进 

全球半导体测试设备市场被泰瑞达和爱德华等国际巨头垄断，2021年全球和

中国大陆半导体测试设备市场的CR3分别为97%和92%，且均为国外企业。

国产公司中仅长川科技和华峰测控占据少量份额。华峰测控专注于测试机产

品，而长川科技除测试机外也布局有分选机等产品。从产品实力对比看，目

前国产产品在模拟、数模混合等领域已取得较大突破，技术指标达到国际竞

品水平。但泰瑞达和爱德华等国际巨头产品已能覆盖模拟、分立器件和数字

测试等多个领域，而国产品牌在产品丰富度上仍有所欠缺，目前华峰测控、

长川科技等公司已逐步往功率器件及数字芯片测试等领域拓展。 

➢ 投资建议 

建议关注：华峰测控、长川科技等。 

➢ 风险提示 

行业景气度不及预期；行业竞争格局恶化；国产替代不及预期；下游客户扩

产不及预期。 
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一、测试设备：贯穿芯片制程的核心设备 

半导体测试设备主要包括测试机、探针台和分选机。测试机用于检测芯片功能和性能，是技

术壁垒最高的核心设备；探针台与分选机实现被测晶圆/芯片与测试机功能模块的连接。在

半导体晶圆制造和封装测试中都需使用到测试设备。 

⚫ 晶圆制造环节：晶圆检测是指在晶圆完成后进行封装前对晶圆上的裸芯片进行功能和

电参数测试，实现在芯片封装前将无效芯片筛选出来。 

⚫ 封装测试环节：成品测试是指芯片完成封装后对封装芯片进行功能和电参数测试，确保

出厂芯片的功能和性能指标能够达到设计规范要求。 

图 1：测试设备在晶圆制造和封装测试中的具体运用 

 

资料来源：华峰测控招股说明书，源达信息证券研究所 

2024 年全球半导体设备销售额有望回升。根据 SEMI2023 年年底预测，预计 2023 年全球

半导体设备销售额将下滑 6%至 1009 亿美元，主要系芯片库存过剩叠加需求减弱，晶圆厂

放缓设备采购节奏。展望 2024 年，芯片库存拉货及 AIGC 等行业驱动下，全球半导体设备

销售额有望增长 4%至 1053 亿美元。其中测试设备约占半导体设备价值量的 6.3%，2023

年全球测试设备市场空间约为 63.2 亿美元。 
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图 2：2024 年半导体设备市场景气度有望回升 图 3：测试设备约占半导体设备价值量的 6.3% 

  

资料来源：SEMI，源达信息证券研究所 资料来源：SEMI，源达信息证券研究所 

根据华峰测控招股说明书，在半导体测试设备中测试机、分选机和探针台的价值占比分别为

63.1%、17.4%和 15.2%。根据 SEMI 公布数据，2023 年前三季度中国大陆半导体设备市

场为 24.5 亿美元，占全球的 31.3%，实现逆势增长。中国大陆晶圆厂为后续扩产加快设备

采购节奏，预计后续封测厂为匹配晶圆厂产能将扩充产线，有望带动中国大陆测试设备市场

增长。 

图 4：测试设备各细分品类价值占比 图 5：2023 年前三季度半导体设备市场区域占比 

  

资料来源：华峰测控招股说明书，源达信息证券研究所 资料来源：SEMI，源达信息证券研究所 

二、行业需求：成熟制程保持扩产，封测产能加快扩充 

晶圆厂产能稳步扩建，推动测试设备市场稳步增长。根据 Semi 在 2023 年 Q3 的预测，预

计 2023 年全球 8 寸晶圆厂的产能约为 670 万片/月，在汽车芯片、工业芯片等行业拉动下，

在 2026 年增长 14%至 770 万片/月的产能。此外 Semi 在 2023 年 Q1 预测 2023 年全球

12 英寸晶圆厂产能约为 730 万片/月，并在 2026 年增长至 960 万片/月。 
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图 6：2023 年全球 8 寸晶圆厂产能预计为 670 万片/月 图 7：2023 年全球 12 英寸晶圆厂产能预计为 730 万片/月 

 
 

资料来源：SEMI，源达信息证券研究所 资料来源：SEMI，源达信息证券研究所 

中国大陆大力推动成熟制程扩产，利好国产测试设备厂商。受美日荷联动对华半导体设备进

口制裁影响，中国大陆先进制程扩产受阻。根据 TrendForce 数据，2021 年全球晶圆出货

量中成熟制程占比为 86%，销售额占 76%。成熟制程芯片主要有驱动芯片、CIS/ISP、功率

器件等，在显示面板、消费电子、5G、汽车和工业领域应用广泛。国内大力推动成熟制程产

能扩产，提高国产芯片比例。根据 TrendForce 在 2023 年 12 月的预测，2023-2027 年中

国大陆的成熟制程产能占比将由 31%增长至 39%。 

图 8：2023-2027 年先进制程产能分布的变化趋势 图 9：2023-2027 年成熟制程产能分布的变化趋势 

  

资料来源：TrendForce，源达信息证券研究所 资料来源：TrendForce，源达信息证券研究所 

中国大陆在全球半导体封装测试环节产值占比高，测试设备国产化空间大。根据 SIA 2021

年数据，中国大陆在全球半导体封装测试环节的占比为 38%，相较晶圆制造和芯片设计等

薄弱环节市场地位重要，并提供了巨大的测试设备国产化空间。 
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图 10：2021 年中国大陆占全球半导体封装测试环节产值的 38% 

 

资料来源：SIA，源达信息证券研究所 

注：分区域价值占比为 SIA 公布的 2021 年数据，分环节价值占比为 SIA 公布的 2019 年数据 

国产封测公司加快产能扩充，国产测试设备有望受益。我们梳理了长电科技、通富微电、华

天科技等国内封测公司的封测产能扩充项目，在国内晶圆厂加快成熟制程扩产趋势下，封测

公司积极扩充产线匹配晶圆产能。同时在先进封装技术发展下，封测厂的设备开支有望增长，

为国产测试设备公司发展创造机遇。 
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表 1：国内部分封装测试扩产项目 

项目 简介 

通富微电 

5G 等新一代通信用产品封装测试项目建成后，年新增 5G 等新一代通信用产

品 241200 万块产能 

高性能计算产品封装测试产业化项目建成后，年新增封装测试高性能产品

32160 万块产能 

晶圆级封装类产品扩产项目建成后，年新增集成电路封装产能 78 万块产能 

功率器件封测扩产项目建成后年新增功率器件封测产能 144960 万块产能 

集成电路多芯片封装扩大规模项目建成后，将形成年产 MCM(MCP)系列集

成电路封装测试产品 18 亿只的产能 

伟测科技 无锡集成电路测试产能建设项目建成后，将新增测试设备 120 多套 

甬矽电子 

高密度 SiP 射频模块封测项目达产后将新增月 1.45 亿颗 SiP 模块封测产能 

高密度及混合集成电路封测项目达产后可新增年产 87000 万颗高密度及混

合集成电路封测产能 

长电科技 年产 60 亿颗高端先进封装先进芯片项目 

华天科技 

高密度系统级集成电路封测扩大规模项目建成达产后将形成年产 SiP 系列集

成电路封装测试产品 15 亿只的产能 

TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目建成达产后将形成年产晶圆集成电路封

测产品 33.60 万片、FC 类系列产品 4.8 亿只产能 

存储及射频类集成电路封测产业化项目建成达产后将形成年产 BGA、LGA 系

列集成电路封装测试产品 13 亿只产能 

资料来源：各公司公告，源达信息证券研究所 

三、竞争格局：进口垄断情况严重，国产替代逐步推进 

半导体测试设备市场被国际巨头垄断。全球半导体测试设备市场被泰瑞达和爱德华等国际巨

头垄断，2021 年全球和中国大陆半导体测试设备市场的 CR3 分别为 97%和 92%，且均为

国外企业。国产公司中仅长川科技和华峰测控占据少量份额，二者体量相当。华峰测控专注

于测试机市场，而长川科技除测试机外，在分选机市场也占据一定份额。 

 

 

 



 

8 
 

图 11：2021 年全球测试设备市场格局 图 12：2021 年中国大陆测试设备市场格局 

  

资料来源：头豹研究院，源达信息证券研究所 资料来源：头豹研究院，源达信息证券研究所 

测试机的核心技术指标在于测试功能模块、测试精度、响应速度、应用程序定制化和测试

数据存储、采集和分析等。从国产测试机和国外产品对比来看，目前国内公司的部分拳头

产品在测试范围、测试精度和响应速度等方面已接近国际先进水平，但是在平台可延展性

和数据分析等方面仍与进口品牌存在一定差距。 

表 2：测试机的核心技术指标要求 

核心技术指标 具体介绍 

测试功能模块 功能模块的测试覆盖范围越大，越具有先进性 

测试精度 测试电压、电流等参数的精度越高，越具有先进性 

响应速度 响应/建立速度越快，测试效率越高，并行测试通道越多，越具有先进性 

应用程序定制

化 

应用程序开发平台越通用化，以便适应不同产品的定制化测试需求，越

具有先进性 

平台可延展性 平台越具有延展性，以便更有效地增加测试功能，提升通道数和工位数，

越具有先进性 

数据存储、采

集和分析 

对芯片的状态、参数监控、生产质量等数据越能更好地存储、采集和分

析，以促进客户进一步优化生产，越具有先进性 

资料来源：华峰测控招股说明书，源达信息证券研究所 

国产测试机公司数量多，各专耕一类细分领域产品。国产测试机公司和泰瑞达、爱德华等

国际巨头相比在产品丰富度上仍有一定差距。国外巨头产品矩阵基本能覆盖大多数测试机

类别，而国产公司往往专耕某一类产品。目前在模拟/数模混合测试机领域，华峰测控和长

川科技份额持续提升。而在 SOC 测试机、存储器测试机等细分领域，国产自给率仍较

低。 

泰瑞达

46.0%

爱德华

42.0%

科休

9.0%

长川科技

1.0%
华峰测控

1.0% 其他
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表 3：国产测试机公司众多，单一公司在产品覆盖度上不如进口品牌 

细分领域 代表厂商 自给率 

模拟/数模混合测试机 华峰测控、长川科技、宏测半导体 85% 

分立器件测试机 联动科技、上海友能电子、宏邦电子 90% 

SOC 测试机 御渡半导体、冠中集创、悦芯科技、胜克等 10% 

存储器测试机 精鸿电子 8% 

RF 测试机 凌测电子 4% 

电学参数测试机 广立微 5% 

资料来源：悦芯科技官网，源达信息证券研究所 
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四、建议关注 

1.华峰测控 

华峰测控是国内半导体测试设备领域的领军企业。公司产品已可覆盖模拟、数模混合、分

立器件等领域，并逐步拓展至数字领域。公司拥有模拟、数模混合、分立器件以及功率模

块等测试领域的多项核心技术，并保持对半导体行业发展方向的紧密跟踪，产品持续迭

代，保证满足客户需求 

2024 年 1 月 23 日，公司发布业绩预报：预计 2023 年营收为 6.7-7.0 亿元，同比下降

35%-37%；归母净利润为 2.3-2.8 亿元，同比下降 48%-57%。业绩下滑系半导体行业景

气度不佳。未来在消费电子、汽车电子等下游需求驱动下，行业景气度有望回升，带动公司

业绩恢复。 

图 13：2018-2023 年前三季度华峰测控营收情况 图 14：2018-2023 年前三季度华峰测控归母净利润情况 

  

资料来源：Wind，源达信息证券研究所 资料来源：Wind，源达信息证券研究所 
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2.长川科技 

公司覆盖半导体测试设备领域的各类产品。公司在半导体测试设备领域技术领先，覆盖产品

包括测试机、分选机、探针台、AOI 设备等。2023 年 H1 公司分选机和测试机营收占比分

别为 57%和 33%。目前公司测试机已覆盖模拟、功率和数字器件等领域，分选机包括重力

式、平选式和测编一体机等。2022 年公司收购长奕科技，其在转塔式分选机领域积累较多。 

2024 年 1 月 30 日公司发布业绩预告：预计 2023 年归母净利润为 0.37 至 0.55 亿元，同

比下滑88至92%；扣非后归母净利润为-0.65至-0.88亿元亿元，同比下滑116至121%。

公司业绩下滑系半导体行业景气度下滑，公司持续通过内生增长及外延收购增强自身产品竞

争力及丰富度，未来有望受益行业景气度回升。 

图 15：2018-2023 年前三季度长川科技营收情况 图 16：2018-2023 年前三季度长川科技归母净利润情况 

  

资料来源：Wind，源达信息证券研究所 资料来源：Wind，源达信息证券研究所 
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五、投资建议 

1.建议关注 

半导体测试设备是集成电路晶圆制造和封装测试环节的核心设备。目前测试设备市场大头仍

由泰瑞达、爱德华等国际巨头垄断，国产公司中华峰测控和长川科技已在模拟、数模混合和

分立器件领域逐步推动国产替代，并往数字领域拓展。未来半导体行业景气度回升，国内加

快成熟制程扩产，相关公司有望充分受益。建议关注：华峰测控和长川科技等。 

 

 

2.一致预测 

表 4：重点公司盈利预测 

公司 代码 
归母净利润（亿元） PE 总市值

（亿元） 2023E 2024E 2025E 2023E 2024E 2025E 

华峰测控 688200.SH 3.4 4.6 6.1 30.5 22.5 17.1 104 

长川科技 300604.SZ 1.0 6.5 9.9 144.0 22.9 15.2 150 

资料来源：Wind 一致预期（2024/1/31），源达信息证券研究所 
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六、风险提示 

行业景气度不及预期； 

行业竞争格局恶化； 

国产替代不及预期； 

下游客户扩产不及预期。 
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投资评级说明 

行业评级 以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为： 

 看    好： 行业指数相对于沪深 300 指数表现＋10%以上 

 中    性： 行业指数相对于沪深 300 指数表现－10%~＋10%以上 

 看    淡： 行业指数相对于沪深 300 指数表现－10%以下 

公司评级 以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为： 

 买    入： 相对于恒生沪深 300 指数表现＋20％以上 

 增    持： 相对于沪深 300 指数表现＋10％~＋20％ 

 中    性： 相对于沪深 300 指数表现－10％~＋10％之间波动 

 减    持： 相对于沪深 300 指数表现－10％以下 
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